
 

 

证券代码：301095                    证券简称：广立微 

 

杭州广立微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                       编号：2022-001 

投资者关系活动

类别 

 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            线上交流 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

活动参与人员 

广发基金、国富基金、南方基金、华宝基金、宝盈基金、华安证券、

交银施罗德、平安养老、混沌投资、东证资管、明澄投资、冲和投

资、西部利得基金、中信建投、摩根士丹利华鑫基金、鸿道投资、

华创证券、聚鸣投资、和谐汇一资管、西南证券、华泰证券、中信

证券、中银国际证券、招银理财、长安基金、金友创智资、安信基

金、雪石资产、新华基金，共 29家机构 

时间 2022年 8 月 30 日 15:00—16：00 

地点 公司会议室 

形式 电话会议 

公司接待人员 
董秘兼财务总监：陆春龙 

证券事务代表：李莉莉 

交流内容及具体

问答记录 

一、公司业务情况简介 

公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内

外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司依托软

件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业，提供 EDA软

件、电路 IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全

流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯

片性能、成品率、稳定性的提升。 



 

 

董事会秘书陆春龙对公司基本情况及 2022 年半年度报告做了

概括介绍。 

二、问答环节 

1、请问设计端 EDA 和制造端 EDA 的区别？公司的 EDA 给客户提供

的主要价值在哪里？ 

设计类 EDA关注如何把芯片设计出来；制造类 EDA关注如何把芯片

制造出来，通过找到问题或缺陷而帮助芯片顺利量产制造。 

公司的 EDA软件及成品率提升整体方案，能够晶帮助圆厂快速找到

问题缺陷，从而指导工艺改进和芯片设计的改善，在不使用相关成

品率提升方案的情况下，晶圆厂的工艺开发会相对缓慢，导致其整

个工艺平台成熟周期长。 

 

2、公司 WAT 测试设备业务情况、市场竞争力及未来的发展计划？ 

WAT（Wafer Acceptance Test）又被称为晶圆允收测试，位于晶圆

完成制作工艺流程之后、晶圆测试（CP）之前，用来测量特定结构

的电性参数，以检验制造过程的质量、稳定性及工艺平台的电性规

格等是否满足要求，对晶圆的生产制造进行精确控制和评估，贯穿

于晶圆生产的整个工艺制造过程。 

WAT测试机是集成电路制造环节必备的设备之一，公司 WAT测试设

备在近两年才开始规模化进入新建晶圆厂量产线。公司的 WAT测试

设备以往收入规模较小，相对于 EDA软件，其具有单价较高、一经

验证通过后的推广周期相对短的特点，因此近两年呈现爆发式增长

态势，2020年销售 6台，2021年销售 20台。近两年，随着集成电

路国产化需求的提升，特别是芯片自给率的必要性，国内晶圆厂出

现“建厂潮”将会极大地促进 WAT测试机的市场需求，推动公司该

块业务的快速增长。 

公司在多年自主研发 WAT测试设备的历程中，掌握了晶圆级电性测

试设备并行测试技术、片内测试加速方法等业界领先的关键核心技

术，使产品实现了高质量的国产替代且具有国际水平的市场竞争



 

 

力。未来，公司的 WAT测试设备规划，会加快对 T4000型号测试设

备的升级优化，满足更多元化的客户需求；同时，在汽车电子、第

三代半导体等新兴市场的驱动下，公司将会加大投入开发新型晶圆

级电性参数测试设备，进一步扩大产品矩阵，拓展更广阔的市场空

间。 

 

3、公司专注于制造类 EDA，请公司介绍一下相关 EDA 软件产品在

晶圆厂中的作用。 

公司在成品率提升领域深耕多年，已经形成了全流程的软硬件产品

覆盖。在此过程中，公司先从成品率提升 EDA软件做起，围绕着高

效的电性测试方法为主轴，不断外延扩展形成了设计、测试到分析

的全流程业务闭环。公司的 EDA软件主要应用于集成电路成品率提

升环节，具体应用场景包括工艺开发、产品导入、量产监控等场景，

帮助芯片制造厂商实现良率爬坡和快速量产；而随着集成电路国产

线的建立，包括国产设备、耗材的导入，如何保证制造成品率和工

艺质量，成品率提升是必不可少的关键技术，因此，将会为公司的

成品率提升业务带来更多的增长机遇。 

 

4、公司在 EDA 方向上的生态布局如何？在软硬件协同方面的情况

请介绍一下。 

目前公司在制造类 EDA方向上产品布局包括：首先，对原有成品率

提升领域内的系列 EDA软件，在不同工艺节点和产品类型上不断升

级迭代；其次，公司一直在加大企业研发投入持续拓展其他制造类

EDA品类，比如量产工艺监控相关 EDA软件以及半导体数据分析与

管理软件，并于去年正式推出了半导体通用数据分析工具，该产品

在市场推广的过程中其市场反馈超出预期，今年将会继续推出其他

品类数据产品。后期，公司还将会推出更多类型的 EDA软件产品，

不断丰富公司产品矩阵，以软硬件一体化的全流程技术方案为高质

量的芯片制造保驾护航。 



 

 

公司能够提供高效测试芯片的 EDA软件、WAT 电性测试设备及半导

体数据分析与管理软件等产品及服务，实现了软硬件相结合的产品

矩阵布局。通过各个环节之间产品的联动，形成了公司软硬件产品

及服务的闭环，帮助客户以更低的成本与更快的速度实现成品率的

提升，为客户创造更多价值，从而提升了客户粘性。由于产品及服

务之间存在联动效应，能够驱动客户扩展采购其他产品，例如，公

司的 EDA 软件和电路 IP 相结合能够有效地提升测试芯片的面积利

用率，基于公司软硬件协同研发的优势，若增加采购公司的 WAT测

试设备则能够在测试效率上有成倍或更高的提升；另一方面，公司

的 WAT测试设备进入量产线，能够带动公司的高效、高面积利用率

的 EDA设计软件扩展应用到量产线，不仅扩展了 EDA软件的市场空

间，还使得各项业务之间相互引流，实现协同增长。 

 

5、公司后续计划进行量产环节的 EDA 方案配套吗？ 

公司正在研发量产环节的方案。因为公司的可寻址测试芯片能够大

幅提升测试结构的设计密度，这种情况下，公司首先要解决测试问

题，即公司把测试结构容量增加，而测试时间和原来差别不大，这

样才会促使客户更多地采购使用公司的 EDA软件，目前公司的高测

试效率 WAT设备已经开始规模化进入到量产线，其对公司的 EDA软

件的协同作用将会逐步凸显，因此公司正在加快量产环节工艺监控

EDA方案的研发。 

 

6、半导体数据分析与管理软件的是否能进一步进行介绍？这块需

求情况如何？  

在半导体数据端，公司在集成电路制造环节有长期积累，掌握了反

映芯片设计和制造过程的数据含义，并对上述数据信息的进行深度

挖掘，巩固公司现有成品率检测技术优势。同时，公司将原有的电

性测试数据分析工具延伸开发至覆盖整个集成电路生命周期的半

导体数据软件系统，构建适用于多场景（包括设计、制造、封测等）



 

 

数据分析产品生态，极大地扩展了公司数据系统客户群体和市场空

间。公司去年研发的半导体通用数据分析已进入市场推广阶段，正

在开发的半导体良率分析与管理软件、缺陷管理系统产品也将会于

今年发布。另外，公司还正在加速其他品类半导体数据分析与管理

软件的研发，以为客户提供更高的产品及市场价值。 

7、公司能否介绍一下数据分析产品客户群体的画像？ 

公司数据分析产品贡献收入的客户主要包括设计公司、晶圆厂。因

产品今年尚在市场拓展期，目前的试用客户群涵盖了设计公司、晶

圆厂以及封测厂。 

 

8、EDA 软件开发周期长、投入多，公司后续的研发战略计划如何？ 

公司将在保持现有业务正常进行的情况下，不断升级优化现有成品

率提升方案，并在制造类 EDA软件、晶圆级电性测试设备、半导体

工业数据软件等方面加强布局，持续提升公司软硬件一体化方案的

能力，铸就更高的技术壁垒。同时，公司正在积极招募优秀人才加

快新技术、新产品开发，公司 2021年 12 月 31 日拥有员工 169名，

截至 2022年 6月 30日，公司员工总数已达到 229名。在研发费用

方面，公司 2022 上半年年研发费比去年同期增长 60%以上，后期

公司将合理使用超募资金，加大募投项目及新技术、新产品研发力

度，以实现公司长远、健康的可持续发展。 

 

 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

 

无。 

活动过程中所使

用的演示文稿、

提供的文档等附

件（如有，可作

无。 



 

 

为附件） 

日期 2022年 8 月 30日 

 


